e | I = i |
comairviY TECNOLOGIA e WA ) ). NACIONAL

N
CONSEJO NACIONAL PN
—— IDECIENCIA P@ﬁ:IENCIA (512

Encapsulado de Sensores Mioeléctricos
Superficiales para Proétesis Transradial

René Ayoroa', Daisy Kang', Eustaquio Martinez? _Jorge Arrda? | Enrique FlechaZ2, Clara Almirén2,

Marcelo Haberman?
Universidad Nacional del Este’, Parque Tecnoldgico taipa2, Universidad de la Plata®
reneayoroa@fpune.edu.py

PROGRAMA PROCIENCIA — CONVOCATORIA 2015 - PROYECTO PINV15-180

1. Introduccion

Los sensores mioeléctricos superficiales, o vestibles (en inglés, wereables), son utilizados en
protesis de extremidades por ser faciles de vestir y brindar confort al usuario. Estos sensores
generalmente estan embutidos en las protesis, haciendo contacto con la piel, para captar las
biosefales del usuario. El encapsulamiento de los sensores posibilita lograr tres propésitos
principales; resguardar los circuitos de los sensores, aislarlos y evitar que los sensores dafien
al usuario.

2. Objetivo

Construir el encapsulado de los sensores mioeléctricos que seran utilizados en protesis
transradiales.

3. Metodologia

1.  Disefio del contenedor considerando ergonomia y practicidad.
2. Fabricacion con materiales aislantes y biocompatibles, por impresion 3D.
3.  Desarrollo de un programa de visualizacion y registro de las sefiales mioeléctricas.

4. Resultados

El encapsulado realizado posibilita la utilizacion practica, fiable, segura, v comoda del sensor
mioeléctrico embutido en la protesis transradial.
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